
2026 IEEE International Conference on
Device Technologies for Diversified Applications
日時；2026年10月11日（日）－14日（水）
場所：札幌グランドホテル（基調講演、バンケット）

国指定重要文化財・北海道庁旧本庁舎赤れんが庁舎（札幌市）（講演セッション、
 チュートリアル、Demo（展示）、ピッチコンテスト）

協賛スポンサー・技術展示募集のご案内
DTDAは、アプリケーション主導の最先端技術にフォーカスした、IEEE Electron Devices Society（EDS）フルサポートの国際会議
で、2025年10月に仙台で12地域218名の参加者が集まって誕生しました。
多様な応用分野に対応するため、DTDAのテクニカルセッションは応用分野ごとに編成され、MEMS、半導体デバイス、AIなどの幅広いト
ピックを網羅しています。特定の応用を念頭に議論されるため、個別技術が応用においていかに重要であるかが明確になり、その価値が強調
されます。DTDAの使命は、すべての参加者に有益かつ楽しい体験を提供することです。これを実現するため、本会議では魅力的な招待講
演や、関連する多数の組織によるプレゼンテーションが予定されています。
第2回目となる今年は、札幌グランドホテル、北海道庁旧本庁舎 赤れんが庁舎で、2026年10月11日（日）～14日（水）に開催さ
れます。 「MEMSのポテンシャル」、「バイオセンサー／バイオエレクトロニクス／バイオメディカルデバイス」、「スマート社会のためのロボット」、「モ
ビリティ」、「環境負荷低減／省エネルギーおよび水リスク管理」、「地上および宇宙におけるスマート農業」の6つの応用分野が予定されていま
す。
参加者の皆様同士のつながりと交流を深めていただくため、デモセッション、ワークショップ、その他のネットワーキングイベントの時間も設けてお
ります。DTDAは、技術と応用が融合する場です。
DTDAの開催主旨にご賛同を頂き、是非、協賛頂けますようお願い申し上げます。技術展示への出展やスポンサーとしてご協力を頂けると
幸いです。この会議を通じて、出展者様、スポンサーの皆さまと、様々なアプリケーション分野に携わる技術者の方々との交流を深めて頂き、
ビジネスチャンスの拡大に繋げて頂けることを願っております。よろしくお願い申し上げます。

秋永広幸/北海道大学
General Chair of DTDA2026

DTDA 2026 At-a-glance as of June 5, 2026

Sponsored by: IEEE Electron Devices Society (IEEE EDS)
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2026 IEEE International Conference on Device Technologies for Diversified Applications

スポンサープランと特典

技術展示スケジュール（予定）

技術展示会期（予定）：
2026年10月11日（日）～14日（水）
10月11日（日） 13:00-18:30
10月12日（月） 13:00-18:30
10月13日（火） 13:00-18:30
10月14日（水） 8:30-10:00
会場：北海道庁旧本庁舎 赤れんが庁舎
出展ブースとは別に、10月12日（月）バンケット会場で
のポスター展示も可能（任意）

出展者搬入：10月11日（月）11:00-12:30
出展者搬出：10月14日（水）10:00-11:00

展示ブース仕様

・バックパネル：1台
（W2020ｘＨ2100mm)
・社名板：1枚
・展示台：1台
（W1800ｘD600 x H700mm）
・椅子：一脚
・白布
・電源（500W 1個（2コ口））*ご希望に応じます

申込先：DTDA2026事務局（株式会社セミコンダクタポータル）
E-mail: dtda_2026@semiconportal.com 
Telephone: 03-6807-3970
https://ieee-dtda.org/ 

*広告データ締切：2026年9月18日（金）
広告サイズ: A4縦 (210 x 297 mm)
フォント：すべてのフォントをアウトライン化
データ形式：PDF、ai、EPS形式（ファイル名に半角の「%」は使用しないでください。（カラー、モノクロ、いずれでも結構です）

スポンサープランと特典

料金（税別）

Platinum
Sponsor

Gold 
Sponsor

Silver 
Sponsor

Exhibit 
Only

Refreshment 
Sponsor

1,000,000円 500,000円 300,000円 200,000円 300,000円

ランチョンセミナー（先着順） ✓ ✓ ✓

プログラム集ロゴ掲示 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

プログラム集広告* A4 1頁 A4 1頁 A4 1頁 A4 1頁 A4 1頁

カンファレンスウエブサイトロゴ掲示
講演会場スクリーンロゴ掲示 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

会場バナーロゴ掲示 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

技術展示ブース 1（任意） 1（任意） 1（任意） 1

カンファレンス無料参加枠 10名 5名 3名 2名 3名

ショートコース（Tutorial）無料参加枠 10名 5名 3名 2名 3名

企業名入りアワード ✓

リフレッシュメントコーナーに社名ボード ✓
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